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报告简介
先进封装材料是支撑半导体后道工艺实现高性能、小型化、多功能集成的关键基础材料体系，涵盖基板材料、引线框架、封装树脂、陶瓷封装体、热界面材料及电镀化学品等多个细分领域。随着摩尔定律逼近物理极限，芯片性能提升正从\"制程微缩\"转向\"封装创新\"，先进封装技术已成为延续半导体产业发展的重要路径。在此背景下，先进封装材料不再仅仅是芯片的保护外壳，而是实现2.5D/3D立体集成、系统级封装(SiP)、芯粒(Chiplet)异构集成等前沿技术的核心载体，其性能直接决定了封装体的散热效率、信号完整性、可靠性及制造成本。作为半导体产业链中技术壁垒高、附加值显著的关键环节，先进封装材料行业的发展水平已成为衡量一个国家半导体产业综合竞争力的重要标志。
当前，我国先进封装材料产业正处于国产替代加速与技术创新突破的双重变革期。在基板材料领域，高端ABF载板、BT树脂基板长期依赖进口的局面正在逐步打破，国内龙头企业通过技术引进与自主研发相结合的方式，在部分中低端应用领域已实现规模化量产;在环氧塑封料、引线框架等传统封装材料领域，国产化率持续提升，但在面向FC-BGA、FC-CSP等高端封装场景的低介电、低应力材料方面仍存在明显差距。与此同时，随着国内先进封装产能的快速扩张，对高纯度球形硅微粉、高性能环氧树脂、Low-α射线材料等关键原材料的需求激增，带动了上游材料体系的协同发展。未来，先进封装材料行业将迎来由人工智能算力需求爆发与终端应用多元化共同驱动的黄金发展期。在算力基础设施领域，高性能计算芯片对2.5D/3D封装、HBM高带宽内存封装的需求将持续拉动ABF载板、硅中介层、热界面材料等高端材料的用量增长;在消费电子与汽车电子领域，5G通信模组、自动驾驶芯片、射频前端模组的普及将推动系统级封装材料的迭代升级;在新兴应用领域，Chiplet生态的成熟与芯粒互连标准的统一，将为玻璃基板、有机基板及新型互连材料开辟广阔的市场空间。技术演进方面，更高布线密度、更低介电损耗、更优热管理性能将成为材料创新的核心方向，有机-无机复合基板、嵌入式基板、以及适应高温高湿环境的特种封装材料将成为研发重点。
本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及先进封装材料行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国先进封装材料行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外先进封装材料行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了先进封装材料行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于先进封装材料产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国先进封装材料行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。 本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。
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